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行业类别 上市公司[注] 上市代码 总资产（万元） 营业收入（万元）

归属母公司股东的

净利润（万元）

半导体分立

器件

华微电子 600360.SH 575, 163.11 165, 648.56 6, 499.64

士兰微 600460.SH 891, 326.02 311, 057.38 1, 453.20

扬杰科技 300373.SZ 352, 872.52 200, 707.50 22, 515.29

苏州固锝 002079.SZ 224, 380.10 198, 055.33 9, 645.41

[注]：上述数据来源于各公司 2019 年年度报告。

上述公司的研发水平如下：

行业类别 上市公司[注] 上市代码 研发水平

半导体分立

器件

华微电子 600360.SH 2019年，研发投入 10, 503.23 万元，占营业收入的 6.34%。

士兰微 600460.SH

2019年，研发投入 42, 589.48 万元，占营业收入的 13.69% ；国家规

划布局内重点软件和集成电路设计企业； 累计拥有发明专利 416

项。

扬杰科技 300373.SZ

2019年，研发投入 9, 968.82 万元，占营业收入的 4.97% ；中国半导

体功率器件十强企业；2019 年新增发明专利 4 项。

苏州固锝 002079.SZ

2019年，研发投入 8, 110.01 万元，占营业收入的 4..09%；中国半导

体功率器件十强企业、中国电子行业半导体十大知名企业、中国电

子信息行业创新能力 50 强企业、江苏省高新技术企业。

[注]：上述资料来源于各公司 2019 年年度报告

（六）发行人在行业中的竞争地位

1、发行人在半导体硅片行业中的竞争地位

发行人控股子公司浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、 附加值高的半导

体硅片的研发与生产，具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工

艺和生产能力。2004 年，公司 6 英寸半导体硅抛光片和硅外延片开始批量生产

并销售，成为国内较早进行 6 英寸硅片量产的企业；2009 年，公司 8 英寸半导

体硅外延片开始批量生产并销售，实现我国 8 英寸硅片正片供应的突破；通过

承担十一五国家 02 专项，公司具备了全系列 8 英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅

外延片大批量生产制造的能力，并开发了 12 英寸单晶生长核心技术，以及硅

片倒角、磨片、抛光、外延等一系列关键技术，上述 8 英寸半导体硅片的大规模

产业化和 12 英寸半导体硅片相关技术已于 2017 年 5 月通过国家 02 专项正

式验收， 标志着浙江金瑞泓已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前

列。

浙江金瑞泓所生产的半导体硅片产品广泛应用于集成电路、 半导体分立

器件等领域，浙江金瑞泓已经成为 ONSEMI、AOS、日本东芝公司、台湾汉磊等

国际知名跨国公司以及中芯国际、华虹宏力、华润上华、华润微电子等国内知

名企业的重要供应商。

2020 年 1 月，浙江金瑞泓凭借“微量掺锗直拉硅单晶” 荣获国务院设立的

国家科学技术奖五大奖项之一的“国家技术发明奖二等奖” 。 2016 年 3 月，浙

江金瑞泓凭借“微量掺锗直拉硅单晶” 荣获浙江省人民政府颁发的 2015 年浙

江省技术发明一等奖。 2014 年 1 月，浙江金瑞泓凭借“重掺磷直拉硅单晶的制

备技术及应用” 荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子

专用设备工业协会、 中国电子报社共同评选出的第八届中国半导体创新产品

和技术奖。

根据中国半导体行业协会的统计，报告期内浙江金瑞泓在 2015 年至 2017

年中国半导体材料十强企业评选中均位列第一名。 作为国内主要的半导体硅

片生产厂商之一， 公司在国内半导体硅片行业具有较高的行业地位及较强的

行业影响力，具备一定的竞争优势。

2、发行人在半导体分立器件行业中的竞争地位

经过多年发展，公司已拥有完整的肖特基二极管芯片生产线，产品以中高

端肖特基二极管芯片为主，在生产技术、产品质量、成本控制等方面具有较强

竞争优势，长期以来公司一直是 ONSEMI 的合作伙伴，公司的肖特基二极管

芯片产品广泛应用于各类电源管理领域。近年来，公司积极进行产业链的延伸

和新产品、新技术的研发工作，2013 年，公司成功引进日本三洋半导体 5 英寸

MOSFET 芯片生产线及工艺技术；2015 年， 公司收购浙江金瑞泓后横跨半导

体分立器件和半导体硅片两大细分行业， 成为国内颇具竞争力的半导体产业

平台之一；2016 年，公司顺利通过了国际一流汽车电子客户博世（Bosch）和大

陆集团（Continental）的体系认证，成为国内少数获得车载电源开关资格认证

的肖特基二极管芯片供应商；2017 年，公司以委外加工模式将产品线拓展延伸

至半导体分立器件成品，从而实现对半导体分立器件生产流程的完整布局。

根据中国半导体行业协会的最新统计，公司在 2017 年中国半导体功率器

件十强企业评选中位列第八名。作为国内重要的分立器件生产厂商，公司在国

内半导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力， 具备一定

的竞争优势。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至 2020 年 3 月末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目 账面原值 累计折旧 账面净值 减值准备 账面价值

房屋及建筑物 71, 261.62 7, 540.62 63, 721.00 - 63, 721.00

机器设备 254, 558.40 100, 230.05 154, 328.35 887.73 153, 440.62

运输工具 578.75 422.82 155.93 - 155.93

电子设备及其他 2, 684.13 1, 815.00 869.13 - 869.13

合计 329, 082.91 110, 008.50 219, 074.40 887.73 218, 186.67

1、房屋建筑物

（1）自有房屋建筑物

截至 2020 年 3 月 31 日，公司自有房屋建筑物情况如下：

序号

不动产权证 /房屋产权证编

号

座落位置 权利人

建筑面积

（m2）

用途

取得

时间

取得

方式

所履行

程序

1

浙（2018）杭州市不动产权

第 0145895 号

杭州经济技术开发区

20 号大街 199 号

立昂微

电

30, 628.01

非住

宅

2005、

2018

自建

建设审

批程序

2

甬 房 权 证 保 税 字 第

20110099076 号

宁波保税区兴业四路 7

号

浙江金

瑞泓

2, 955.12

非住

宅

2004 自建

建设审

批程序

3

浙（2016）宁波市（保税）

不动产权第 0149297 号

宁波保税区港东大道

20 号

浙江金

瑞泓

23, 479.68

非住

宅

2005、

2016

自建

建设审

批程序

4

浙（2016）宁波市（保税）

不动产权第 0149278 号

宁波保税区兴业五路

浙江金

瑞泓

612.00

非住

宅

2005 自建

建设审

批程序

5

浙（2018）宁波市保税不动

产权第 0139008 号

宁波保税区兴业四路 7

号

浙江金

瑞泓

5, 298.73

非住

宅

2004 自建

建设审

批程序

6

浙（2018）北仑区不动产权

第 0005095 号

北仑区新碶星阳新村 5

幢 307 室、北仑区新碶

星阳新村 5 幢储 025

浙江金

瑞泓

65.17 住宅 1993 买卖

协议转

让

7

浙（2018）北仑区不动产权

第 0005096 号

北仑区新碶星阳新村 5

幢 308 室、北仑区新碶

星阳新村 5 幢储 026

浙江金

瑞泓

65.17 住宅 1993 买卖

协议转

让

8

浙（2018）北仑区不动产权

第 0005103 号

北仑区新碶星阳新村 5

幢 408 室、北仑区新碶

星阳新村 5 幢储 028

浙江金

瑞泓

65.17 住宅 1993 买卖

协议转

让

9

浙（2018）北仑区不动产权

第 0005104 号

北仑区新碶星阳新村 5

幢 407 室、北仑区新碶

星阳新村 5 幢储 027

浙江金

瑞泓

65.17 住宅 1993 买卖

协议转

让

［注］： 截至 2020 年 3 月 31 日， 不动产证 （房屋产权证） 编号为浙

（2018）杭州市不动产权第 0145895 号、甬房权证保税字第 20110099076 号、浙

（2016）宁波市（保税）不动产权第 0149297 号、浙（2016）宁波市（保税）不

动产权第 0149278 号、浙（2018）宁波市保税不动产权第 0139008 号的房产已

抵押。

（2）房屋租赁情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司租赁房屋情况如下：

序号 出租方 承租方 房屋所在地 面积（m2） 租赁期限

租金（万

元）

用途

1 骆臻 立昂微电

杭州市江干区晓庐 7 幢

2 单元 2903 室

188.30

2020.2.25 至

2021.2.24

13.80 宿舍

2 林爱美 立昂微电

杭州市江干区丽江公寓

悦江苑 2 幢 2 单元

2001 室、2002 室

164.79

2019.12.15 至

2020.12.14

10.80 宿舍

3 曹杨、俞玲燕 立昂微电

杭州市江干区保利天地

中心 11 幢 420 室

47.41

2019.7.14 至

2020.7.13

3.84 宿舍

4 王国栋 立昂东芯

杭州经济技术开发区世

茂滨江花园峻景湾 12

幢 1 单元 1704 室

89.24

2019.6.17 至

2021.6.16

8.88 宿舍

5 张纯杰 立昂东芯

杭州市世茂江滨商业中

心 2 幢 3 单元 1505 室

46.36

2019.10.17 至

2020.10.16

3.36 宿舍

6 虞正楣、方燕芬 立昂东芯

杭州市江干区丽江公寓

丹霞苑 1 幢 2 单元

1401 室

114.00

2019.9.20 至

2021.9.19

12.24 宿舍

7 韦玉霞 立昂东芯

杭州经济技术开发区朗

诗国际街区东园 2 幢 2

单元 2304 室

89.55

2019.7.21 至

2020.7.20

5.04 宿舍

8 王乐林、何海为 立昂东芯

杭州市江干区海天城

9-3-1702

70.42

2018.7.1 至

2020.6.30

8.64 宿舍

9 杨锦涛 立昂东芯

杭州市江干区朗诗国际

街区东园 8 幢 1620 室

81.00

2019.5.15 至

2020.5.14

4.80 宿舍

10 任德孝、韦江珍

立昂半导

体

杭州经济技术开发区白

杨街道金沙居 1 幢

1110 室

50.71

2019.6.8 至

2021.6.7

6.00 办公

11 曹苏英

浙江金瑞

泓

宁波市北仑区新碶街道

里仁花园 41 幢 803 室

143.82

2019.6.25 至

2020.6.24

9.00 宿舍

12

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

273.49

2020.1.1 至

2020.12.31

2.96 宿舍

13

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

1, 339.07

2020.1.1 至

2020.12.31

14.36 宿舍

14

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

3, 952.90

2020.1.1 至

2020.12.31

42.39 宿舍

15

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

1, 556.84

2020.1.1 至

2020.12.31

47.40 宿舍

16

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

1, 735.79

2020.1.1 至

2020.12.31

27.37 宿舍

17

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

3, 094.25

2020.1.1 至

2020.12.31

41.04 宿舍

18

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

60.56

2020.1.1 至

2020.12.31

0.65 宿舍

19

宁波出口加工区

建设开发有限公

司

浙江金瑞

泓

宁波保税区生活配套小

区

144.85

2020.1.1 至

2020.12.31

1.92 宿舍

20

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园维拉小镇

953.71

2019.8.1 至

2020.7.31

11.64 宿舍

21

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园维拉小镇

703.45

2019.6.28 至

2020.6.27

7.92 宿舍

22

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园凤翔苑

818.76

2020.3.31 至

2021.3.30

9.71 宿舍

23

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园凤翔苑

489.41

2020.2.4 至

2021.2.3

5.84 宿舍

24

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园凤翔苑、维拉小镇

1, 440.58

2019.9.12 至

2020.9.11

16.50 宿舍

25

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区东

港和谐家园

1, 316.82

2020.4.1 至

2021.3.31

15.84 宿舍

26

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园维拉小镇

541.5

2019.8.8 至

2020.8.7

6.72 宿舍

27

浙江汇盛投资集

团有限公司

衢州金瑞

泓

衢州绿色产业集聚区碧

桂园维拉小镇

624.4

2019.9.26 至

2020.9.25

7.32 宿舍

上述发行人租赁的房产为合法建筑、不涉及集体建设用地或划拨用地，且均已

取得产权证书，出租人有权出租该等房产。

除上述第 1 至 9 项租赁房产外，其余 18 处租赁房产均已完成备案，合计

备案租赁面积 19,240.91 平方米。 未备案租赁房产共 9 处，合计面积为 891.07

平方米，该等未备案租赁房产均用作员工宿舍，较易搬迁、可替代性较强。上述

未备案租赁房产不会对发行人生产经营构成重大不利影响， 对发行人本次发

行并上市不构成实质性法律障碍。

2、主要设备

截至 2020 年 3 月 31 日，公司主要机器设备情况如下：

企业 序号 设备、仪器名称

数量

（台 /套）

原值

（万元）

累计折旧

（万元）

成新率

立昂

微电

1 激光打标机 5 335.73 65.67 80.44%

2 扩散炉 44 1, 543.45 881.08 42.91%

3 化学气相淀积 8 426.70 170.58 60.02%

4 真空退火炉 7 134.00 37.10 72.31%

5 快速退火炉 4 186.00 36.70 80.27%

6 离子注入机 7 1, 566.44 973.15 37.88%

7 甩干机 33 678.86 375.30 44.72%

8 清洗机 74 2, 085.23 810.45 61.13%

9 光刻机 25 2, 854.44 1, 812.52 36.50%

10 涂胶显影机 21 799.80 318.55 60.17%

11 溅射台 24 2, 726.06 1, 270.10 53.41%

12 贴膜机 10 129.80 56.07 56.80%

13 减薄机 8 2, 174.24 875.30 59.74%

14 去膜机 4 179.51 103.39 42.40%

15 蒸发台 37 6, 395.83 3, 247.13 49.23%

16 探针台 77 1, 447.02 656.15 54.66%

17 测试机 80 2, 122.51 1, 075.75 49.32%

18 划片机 53 2, 100.37 966.24 54.00%

19 剥膜机 6 31.72 25.30 20.24%

20 刻蚀机 29 1, 938.35 447.73 76.90%

21 其他动力辅助设备 20, 323.05 8, 212.35 59.59%

浙江

金瑞

泓

22 单晶炉 74 11, 108.47 7, 038.48 36.6%

23 滚圆机 8 425.06 239.07 43.8%

24 切片机 21 4, 801.05 3, 995.94 16.8%

25 倒角机 16 2, 949.53 1, 851.69 37.2%

26 磨片机 7 1, 105.62 587.34 46.9%

27 腐蚀机 3 1, 228.11 575.71 53.1%

28 热处理炉 9 1, 415.99 841.36 40.6%

29 背封机 8 1, 180.18 756.38 35.9%

30 多晶炉 4 1, 087.05 277.59 74.5%

31 边缘剥离机 6 1, 731.83 934.62 46.0%

32 减薄机 2 790.07 564.31 28.6%

33 激光打标机 6 980.27 408.08 58.4%

34 抛光机组 37 10, 337.76 6, 375.53 38.3%

35 边缘抛光机 6 2, 273.36 926.18 59.3%

36 硅片测试仪 56 10, 655.02 6, 079.18 42.9%

37 清洗机 44 8, 269.92 4, 391.15 46.9%

38 甩干机 24 844.07 439.49 47.9%

39 外延炉 25 25, 168.19 20, 286.52 19.4%

40 其他动力辅助设备 18, 639.55 13, 313.25 28.6%

衢州

金瑞

泓

41 外延炉 15 16, 955.41 2, 347.30 86.2%

42 测试仪 32 7, 666.76 418.54 94.5%

43 清洗机 12 7, 649.34 366.19 95.2%

44 抛光机 6 5, 682.36 179.96 96.8%

45 单晶炉 20 4, 074.47 243.96 94.0%

46 多晶炉 5 1, 864.54 25.34 98.6%

47 线切割机 8 1, 419.15 44.81 96.8%

48 磨片机 3 1, 076.18 34.08 96.8%

49 倒角机 6 923.08 29.23 96.8%

50 背封机 2 892.01 28.25 96.8%

51 CDS 13 732.87 13.58 98.1%

52 酸处理设备 54 698.07 21.68 96.9%

53 碱腐蚀机 1 561.48 17.78 96.8%

54 滚圆机 2 553.86 0.00 100.0%

55 酸腐蚀机 1 444.25 14.07 96.8%

56 减薄机 1 431.38 13.66 96.8%

57 打标机 2 273.57 8.28 97.0%

58 显微镜 6 221.78 10.60 95.2%

59 甩干机 7 194.24 13.62 93.0%

60 硅片分档仪 1 164.51 0.00 100.0%

61 边缘轮廓仪 1 89.33 2.83 96.8%

62 刷片机 3 66.37 0.00 100.0%

63 单晶截断机 1 61.17 3.55 94.2%

64 真空包装机 4 50.07 5.27 89.5%

65 编码读取机 1 33.81 1.07 96.8%

66 其他动力辅助设备 15, 461.65 1, 048.54 93.2%

立昂

东芯

67 测试机 16 1, 039.95 95.65 90.80%

68 探针台 10 301.17 29.83 90.10%

69 清洗机 32 823.00 64.26 92.19%

70 剥离机 2 994.53 75.39 92.42%

71 分析仪 7 417.02 42.70 89.76%

72 电镀机 3 653.72 51.75 92.08%

73 分离机 1 130.53 10.33 92.09%

74 激光切割系统 2 965.64 76.45 92.08%

75 溅射台 3 345.40 23.74 93.13%

76 晶圆键合机 4 96.85 7.67 92.08%

77 背封机 2 421.82 33.39 92.08%

78 光刻机 5 1, 310.53 103.75 92.08%

79 减薄机 1 100.00 7.92 92.08%

80 离子注入机 1 263.43 20.86 92.08%

81 甩干机 13 154.76 12.25 92.08%

82 涂胶显影机 11 536.02 52.18 90.27%

83 蒸发台 3 844.18 66.83 92.08%

84 刻蚀机 3 4, 198.21 332.36 92.08%

85 小型双粒子束显微镜 1 430.93 105.76 75.46%

86 其他动力辅助设备 8, 667.99 703.30 91.89%

（二）主要无形资产截至 2020 年 3 月末，公司主要无形资产情况如下：

单位：万元

项目 账面原值 累计摊销 账面净值 减值准备 账面价值

土地使用权 6, 597.21 746.03 5, 851.18 - 5, 851.18

商标 - - - - -

专利权 125.72 104.12 21.60 - 21.60

软件［注］ 1, 250.62 346.48 904.14 - 904.14

非专利技术 711.03 195.53 515.50 - 515.50

排污权 109.09 30.91 78.18 - 78.18

合计 8, 793.67 1, 423.07 7, 370.59 - 7, 370.59

［注］：软件主要系公司采购的 ERP 系统、数据管理系统等各项软件。

1、土地使用权

截至 2020 年 3 月 31 日，公司土地使用权情况如下：

序

号

不动产权证 /土

地证编号

坐落地址 权利人

宗地面积

（m2）

土地

用途

权利

性质

使用权

终止日

取得时

间

取得

方式

履行

程序

1

浙（2018）杭州

市不动 产 权 第

0145895 号

杭州经济技术开

发区白杨街道 20

号大街 199 号

立昂微电 65, 039.00 工业 出让

2052年

7 月 31

日

2003 出让

协议

出让

2

甬国用（2011）

第 0900107 号

宁波保税区兴业

四路 7 号

浙江金瑞

泓

10, 418.00 工业 出让

2044年

5 月 26

日

2000 转让

协议

转让

3

浙（2016）宁波

市（保税）不动

产权第 0149278

号

宁波保税区兴业

五路

浙江金瑞

泓

5, 060.00 工业 出让

2044年

5 月 26

日

2002 转让

协议

转让

4

浙（2016）宁波

市（保税）不动

产权第 0149297

号

宁波保税区港东

大道 20 号

浙江金瑞

泓

22, 415.00 工业 出让

2044年

5 月 26

日

2002 转让

协议

转让

5

浙（2018）宁波

市保税不动产权

第 0139008 号

宁波保税区兴业

四路 7 号

浙江金瑞

泓

10, 569.12 工业 出让

2044年

5 月 26

日

1998 转让

协议

转让

6

浙（2018）北仑

区不动 产 权 第

0005095 号

北仑区新碶星阳

新村 5 幢 307 室

浙江金瑞

泓

10.86 住宅 出让

2063年

8 月 20

日

1993 转让

协议

转让

7

浙（2018）北仑

区不动 产 权 第

0005096 号

北仑区新碶星阳

新村 5 幢 308 室

浙江金瑞

泓

10.86 住宅 出让

2063年

8 月 20

日

1993 转让

协议

转让

8

浙（2018）北仑

区不动 产 权 第

0005103 号

北仑区新碶星阳

新村 5 幢 407 室

浙江金瑞

泓

10.86 住宅 出让

2063年

8 月 20

日

1993 转让

协议

转让

9

浙（2018）北仑

区不动 产 权 第

0005104 号

北仑区新碶星阳

新村 5 幢 408 室

浙江金瑞

泓

10.86 住宅 出让

2063年

8 月 20

日

1993 转让

协议

转让

10

浙（2018）衢州

市不动 产 权 第

0018816 号

衢州市绿色产业

集聚区盘龙南路

52 号

衢州金瑞

泓

90, 849.52 工业 出让

2067年

3 月 1

日

2017、

2018

出让

协议

出让

11

浙（2019）衢州

市不动 产 权 第

0003550 号

衢州市芦林路以

西、 盘龙南路以

北 东 港 区 块

H-18-3#地块

衢州金瑞

泓

45, 075.90 工业 出让

2068年

10 月

25 日

2018 出让

协议

出让

12

浙（2019）衢州

市不动 产 权 第

0014222 号

衢州市枫林路以

东、 东港五路以

北、 盘龙北路以

南的东港功能区

G-50-1#地块

衢州金瑞

泓

20, 000.00 住宅 出让

2088年

10 月

25 日

2019 出让

协议

出让

［注］：截至 2019 年 12 月 31 日，土地证号为浙（2018）杭州市不动产权

第 0145895 号、甬国用（2011）第 0900107 号、浙（2016）宁波市（保税）不动产

权第 0149278 号、浙（2016）宁波市（保税）不动产权第 0149297 号、浙（2018）

宁波市保税不动产权第 0139008 号、浙（2018）衢州市不动产权第 0018816 号、

浙 （2019） 衢州市不动产权第 0003550 号、 浙 （2019） 衢州市不动产权第

0014222 号的宗地已抵押。

2、商标

截至 2020 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有的国内注册商标情况如下：

3、专利

截至 2020 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有发明专利 30 项、实用新型专

利 28 项，具体情况如下：

序号 专利名称 专利类型 专利权人 专利号 申请日期 专利权期限

1

一种分立器件正面金属

的生产方法

发明专利 立昂微电 ZL200810164214.7

2008年 12

月 31 日

自申请日起

20 年

2 一种半导体器件 发明专利 立昂微电 ZL200910156951.7

2009年 12

月 24 日

自申请日起

20 年

3

一种适于丝网印刷的半

导体分立器件背面金属

的生产方法

发明专利 立昂微电 ZL201110416132.9

2011年 12

月 14 日

自申请日起

20 年

4

一种高反压肖特基二极

管正面金属层的湿法腐

蚀方法

发明专利 立昂微电 ZL201210382168.4

2012年 10

月 11 日

自申请日起

20 年

5

一种沟槽肖特基势垒二

极管及其制造方法

发明专利 立昂微电 ZL201210382236.7

2012年 10

月 11 日

自申请日起

20 年

6

一种半导体器件顶层金

属的终端结构及其制造

方法

发明专利 立昂微电 ZL201510827026.8

2015年 11

月 25 日

自申请日起

20 年

7

一种沟槽肖特基势垒二

极管及其制造方法

发明专利 立昂微电 ZL201610060658.0

2016年 1 月

28 日

自申请日起

20 年

8

一种沟槽栅结构半导体

整流器及其制造方法

发明专利 立昂微电 ZL201610148516.X

2018年 9 月

28 日

自申请日起

20 年

9

一种半导体整流器及其

制造方法

发明专利 立昂微电 ZL201610148745.1

2018年 9 月

28 日

自申请日起

20 年

10

一种肖特基势垒半导体

整流器及其制造方法

发明专利 立昂微电 ZL201610148515.5

2018年 11

月 23 日

自申请日起

20 年

11

用于重掺直拉硅单晶制

造的掺杂方法及其掺杂

漏斗

发明专利 浙江金瑞泓 ZL200310117761.7

2003年 2 月

30 日

自申请日起

20 年

12

用于六英寸及八英寸重

掺磷直拉硅单晶制造的

熔体上部保温装置

发明专利 浙江金瑞泓 ZL200310117762.1

2003年 2 月

30 日

自申请日起

20 年

13

用于八英寸重掺砷硅单

晶制造的熔体上部保温

装置

发明专利 浙江金瑞泓 ZL200310117760.2

2003年 2 月

30 日

自申请日起

20 年

14

具有自动警示功能的外

延生产用可控压力顶笔

装置

发明专利 浙江金瑞泓 ZL200910095374.5

2009年 1 月

12 日

自申请日起

20 年

15

带超声或兆声振子的异

丙醇干燥机

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201110434684.2

2011年 12

月 22 日

自申请日起

20 年

16

一种双排气平板式外延

炉

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201210104802.8

2012年 4 月

11 日

自申请日起

20 年

17

一种单片炉外延层厚度

均匀性生长的控制方法

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201210123065.6

2012年 4 月

24 日

自申请日起

20 年

18

一种硅单晶片的二氧化

硅薄膜的剥离装置

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201210105734.7

2012年 4 月

11 日

自申请日起

20 年

19

一种准减压外延生长方

法

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201210105604.3

2012年 4 月

11 日

自申请日起

20 年

20

一种在线的砂浆再利用

的装置

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201610276167.X

2016年 4 月

29 日

自申请日起

20 年

21

磷砷锑共掺杂的 N型重

掺直拉硅单晶及其硅外

延片

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201510083673.2

2015年 2 月

16 日

自申请日起

20 年

22

一种使用抛光盘接引盘

的抛光系统和方法

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201210106356.4

2012年.4 月

12 日

自申请日起

20 年

23

空气桥侧引的 pHEMT

微波功放管芯横向结构

及 pHEMT

发明专利 立昂东芯 ZL201510589789.3

2015年 9 月

17 日

自申请日起

20 年

24

一种放大器芯片管芯热

仿真等效模型

发明专利 立昂东芯 ZL201510108099.1

2015年 3 月

12 日

自申请日起

20 年

25

一种基于砷化镓器件的

MIM 电容器及其制造

工艺

发明专利 立昂东芯 ZL201610174315.7

2016年 3 月

24 日

自申请日起

20 年

26

小 能 带 隙 III-V 族

MOSFET 器件的非对

称型源漏极结构

发明专利 立昂东芯 ZL201610337865.6

2016年 5 月

22 日

自申请日起

20 年

27

一种砷化镓半导体基片

湿法刻蚀工艺

发明专利 立昂东芯 ZL201610174316.1

2018年 9 月

28 日

自申请日起

20 年

28

一种半导体湿法腐蚀的

装置

实用新型专

利

立昂微电 ZL201120525595.4

2011年 12

月 15 日

自申请日起

10 年

29

一种挑选晶粒边角料的

工作台

实用新型专

利

立昂微电 ZL201220727253.5

2012年 12

月 26 日

自申请日起

10 年

30

一种平板式外延炉的载

片错位监测装置

实用新型专

利

立昂微电 ZL201420817750.3

2014年 12

月 22 日

自申请日起

10 年

31 一种磁性靶材

实用新型专

利

立昂微电 ZL201520855329.6

2015年 10

月 29 日

自申请日起

10 年

32

一种半导体器件顶层金

属的终端结构

实用新型专

利

立昂微电 ZL201520947903.0

2015年 11

月 25 日

自申请日起

10 年

33

一种用于芯片级封装的

肖特基芯片

实用新型专

利

立昂微电 ZL201620108813.7

2016年 2 月

3 日

自申请日起

10 年

34 一种废液分装收集装置

实用新型专

利

立昂微电 ZL201721147473.X

2017年 9 月

8 日

自申请日起

10 年

35

一种用于直拉硅单晶生

长的晶种夹头

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201120543003.1

2011年 12

月 22 日

自申请日起

10 年

36

一种带超声或兆声振子

的异丙醇干燥机

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201120543012.0

2011年 12

月 22 日

自申请日起

10 年

37

一种用于硅抛光片在异

丙醇中干燥的 PFA 片架

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220151187.1

2012年 4 月

11 日

自申请日起

10 年

38

一种抛光过程中的陶瓷

盘接引盘

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220177576.1

2012年 4 月

24 日

自申请日起

10 年

39

一种可切换气体的阀门

分配面板

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220178914.3

2012年 4 月

24 日

自申请日起

10 年

40 一种石墨基座

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220177112.0

2012年 4 月

24 日

自申请日起

10 年

41 一种线切硅单晶

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220178912.4

2012年 4 月

24 日

自申请日起

10 年

42

一种用于抛光机的压力

圈

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220177113.5

2012年 4 月

24 日

自申请日起

10 年

43

一种硅片抛光的悬挂式

中心轮结构

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220469619.3

2012年 9 月

14 日

自申请日起

10 年

44

一种硅片酸腐蚀用夹持

转动工装

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201521074089.2

2015年 12

月 18 日

自申请日起

10 年

45

一种线切割砂浆配制装

置

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201220177084.2

2012年 4 月

24 日

自申请日起

10 年

46

一种在高 COP硅单晶衬

底 上 制 备

200mm-300mm 低 缺

陷外延片的方法

发明专利 浙江金瑞泓 ZL201610041286.7

2016年 1 月

21 日

自申请日起

20 年

47

一种铟镓磷异质结双极

型晶体管及其制造方法

发明专利 立昂东芯 ZL201610253781.4

2016年 4 月

22 日

自申请日起

20 年

48

一种基于 PHEMT 工艺

的 MMIC等效管芯模型

发明专利 立昂东芯 ZL201610135225.7

2016年 3 月

10 日

自申请日起

20 年

49

一种用于硅片刷片机的

刷洗转动装置

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201821759270.0

2019年 7 月

30 日

自申请日起

10 年

50 一种硅片刷片机

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201821760012.4

2019年 7 月

30 日

自申请日起

10 年

51

一种用于陶瓷盘运输的

机械手装置

实用新型专

利

浙江金瑞泓 ZL201821760051.4

2019年 7 月

30 日

自申请日起

10 年

52

一种用于硅片贴片机的

料盘进出盒的升降装置

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201821954655.2

2019年 8 月

16 日

自申请日起

10 年

53 一种硅片贴片机

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201821955478.X

2019年 8 月

16 日

自申请日起

10 年

54

一种用于硅片贴片机的

冷却装置

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201821971549.5

2019年 8 月

16 日

自申请日起

10 年

55

一种用于硅片贴片机的

翻转贴片装置

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201821954652.9

2019年 9 月

10 日

自申请日起

10 年

56

一种多尺寸片盒放置载

台

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201920255800.6

2019年 10

月 1 日

自申请日起

10 年

57

一种用于硅片贴片机的

涂蜡装置

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201821954666.0

2019年 12

月 3

自申请日起

10 年

58

一种用于解决硅片背面

圈印的刷洗装置

实用新型专

利

衢州金瑞泓 ZL201920544233.6

2020年 2 月

4 日

自申请日起

10 年

4、专利许可使用情况

公司从事生产经营的所需要的主要核心技术均由公司通过自主研发取

得。 同时，为集中公司研发资源，提高公司研发效率，就部分产品、部分生产环

节所涉及的技术，公司通过购买第三方已有专利的使用权以满足生产需要。截

至本招股意向书摘要签署日，公司购买专利许可使用权的具体情况如下：

（1）2011 年 11 月 20 日，浙江大学与浙江金瑞泓签订《技术转让（专利实

施许可）合同》，浙江大学许可浙江金瑞泓使用 3 项专利，许可期限自 2011 年

11 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日，使用费用为 60 万元，已于 2015 年 7 月支付

完毕。 上述 3 项专利具体情况如下：

序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日期 专利权期限

1 一种微量掺锗直拉硅单晶 发明专利 ZL01139098.0 2001年 12 月 6 日 自申请日起 20 年

2

一种磁场下生长低缺陷密度

直拉硅单晶的方法

发明专利 ZL200310108003.9 2003年 10 月 15 日 自申请日起 20 年

3

重掺硼直拉硅片的基于快速

热处理的内吸杂工艺

发明专利 ZL200610051834.0 2006年 6 月 6 日 自申请日起 20 年

上述“一种微量掺锗直拉硅单晶” 、“一种磁场下生长低缺陷密度直拉硅

单晶的方法” 两项发明专利主要运用在单晶生长工序，“重掺硼直拉硅片的基

于快速热处理的内吸杂工艺” 主要运用在硅片热处理工序。 上述工序属于辅

助工艺，且不是所有产品的必备工序。

（2）2012 年 6 月 1 日，浙江大学与浙江金瑞泓签订《技术转让（专利实施

许可）合同》，浙江大学许可浙江金瑞泓使用 6 项专利，许可期限自 2012 年 1

月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，使用费用为 40 万元，已于 2015 年 7 月支付完

毕。 上述 6 项专利具体情况如下：

序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日期 专利权期限

1 直拉硅片的内吸杂工艺 发明专利 ZL201110070161.4 2011年 3 月 23 日 自申请日起 20 年

2

一种抑制光衰减的掺锗晶体

硅太阳电池及其制备方法

发明专利 ZL201010509992.2 2010年 10 月 18 日 自申请日起 20 年

3 一种硅片的硼铝共吸杂方法 发明专利 ZL201010283048.x 2010年 9 月 16 日 自申请日起 20 年

4 硅片的硼铝共吸杂方法 发明专利 ZL201010283047.5 2010年 9 月 16 日 自申请日起 20 年

5

一种低弯曲薄片单晶硅太阳

电池烧结工艺

发明专利 ZL20081006064.0 2008年 4 月 15 日 自申请日起 20 年

6 一种硅片外吸杂方法 发明专利 ZL201010584771.1 2010年 12 月 13 日 自申请日起 20 年

上述“直拉硅片的内吸杂工艺” 主要用在硅片热处理工序，“一种抑制光

衰减的掺锗晶体硅太阳电池及其制备方法” 主要用在单晶生长工序。 上述工

序属于辅助工艺，且不是所有产品的必备工序。 上述“一种硅片的硼铝共吸杂

方法” 、“硅片的硼铝共吸杂方法” 、“一种低弯曲薄片单晶硅太阳电池烧结工

艺” 为太阳电池烧结工艺，目前在发行人无相关应用，属于发行人为将来进入

太阳能光伏领域所作得技术储备。 上述“一种硅片外吸杂方法” 目前仅用于产

品研发过程，尚未在产品中实际应用。

2018 年 1 月 10 日， 浙江大学硅材料国家重点实验室与浙江金瑞泓签订

《关于同意续展专利授权许可使用期限的确认函》， 同意浙江金瑞泓于上述 9

项专利实施期限届满前提出续约要求， 并按原合同条款中约定的专利实施许

可内容进行续约， 且浙江金瑞泓有权要求续约后的实施期限最长可以分别延

展至该 9 项专利权的有效期限届满日。

上述专利许可作为普通实施许可，已根据《浙江大学科技成果知识产权保

护管理若干规定（2005 年 11 月修订）》（浙大发科[2005]�17 号），履行了相应

的学校审批程序。

上述专利许可符合国资管理相关规定，未造成国有资产流失，不存在纠纷

或潜在纠纷。

5、非专利技术

公司目前拥有的非专利技术主要为公司在生产过程中通过长期的经验积

累与工艺革新而掌握的一些技术窍门与工艺诀窍。

此外，2017 年 7 月 6 日， 立昂东芯与浙江大学签订 《技术转让 （技术秘

密）合同》，受让浙江大学拥有的砷化镓（GaAs）高可靠性器件建模技术，该非

专利技术的转让价格系根据浙江浩华资产评估有限公司出具的 （浩华评字

［2016］ 第 174 号）《资产评估报告书》 的评估值 711.03 万元协商确定为

711.03 万元。 该项非专利技术具体情况如下：

序号 非专利技术名称 使用情况 使用期限 对发行人生产经营的重要程度

1

砷化镓（GaA s）高可靠性器

件建模技术

正常使用 长期

有助于开发高可靠、高成品率、高综合指标

的砷化镓芯片

立昂东芯向浙江大学购买砷化镓（GaAs）高可靠性器件建模技术项目的

相关非专利技术系在生产砷化镓微波芯片中的部分生产环节所涉及的工艺，

重要性程度一般，其向浙江大学采购的原因主要系为节省公司的研发资源，提

高公司的研发效率。

发行人子公司立昂东芯向浙江大学受让砷化镓（GaAs）高可靠性器件建

模技术项目的相关非专利技术， 该等非专利技术转让的价格系根据浙江浩华

资产评估有限公司出具的“浩华评字[2016]第 174 号”《浙江大学拟转让无形

资产涉及的砷化镓（GaAs）高可靠性期间建模技术市场价值评估项目资产评

估报告书》的评估值协商确定，已履行评估程序。 该非专利技术转让系采用协

议定价方式，按照《浙江大学促进科技成果转化实施办法》（暂行）的相关规

定，已经浙江大学航空航天学院科研科和工业技术转化研究院批准，并于 2017

年 4 月 10 日在浙江大学工业技术转化研究院网站进行了网上公示。

上述非专利技术转让符合国资管理相关规定， 已履行相关评估、 审批程

序，未造成国有资产流失，不存在纠纷或潜在纠纷。

相关非专利技术的效益实现情况无法量化， 转让时出具的评估报告也未

对相关非专利技术的效益进行预测。

公司及其子公司目前不存在与浙江大学等高校科研机构合作研发或委托

技术开发的情况；其技术研发不存在对浙江大学的依赖，其资产完整性不存在

瑕疵。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

公司自设立以来一直从事半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生

产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。

公司的控股股东、实际控制人为王敏文先生，公司的控股股东和实际控制

人均为自然人。 公司控股股东王敏文控制的其他企业的经营范围如下：

序号 企业名称 经营范围

1

上海金立方企业发展有限公

司

房屋建筑工程，商务咨询（不得从事经纪），广告设计，网络科技领域内的技

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，服装销售，实业投资。【依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

其

控

制

的

企

业

上海金力方创业投资管

理合伙企业（有限合

伙）

创业投资管理及咨询，企业管理及咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动】

上海金力方长津股权投

资合伙企业（有限合

伙）

股权投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海金力方股权投资合

伙企业（有限合伙）

股权投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2

宁波梅山保税港区泓祥投资

合伙企业（有限合伙）

实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担

保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

3

宁波梅山保税港区泓万投资

合伙企业（有限合伙）

实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担

保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

4

浙江仙鹤控股有限公司

实业投资；投资管理服务；投资咨询服务；售电业务经营；货物进出口（法律、

法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。 （未经金融等监管部

门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 （依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其

控

制

的

企

业

仙鹤股份有限公司（证

券代码：603733.SH）及

其下属企业［注］

纸、纸浆和纸制品的研发；纸制造，纸深加工，机械零部件的加工；纸浆及原

料（不含危险化学品及易制毒物品）零售；货物进出口；仓储服务（不含危险

品）；道路货运经营；投资管理、投资咨询服务；售电业务经营；分支机构经营

场所设在：衢州市衢江区天湖南路 69 号，从事纸制造、纸深加工、机械零部

件的加工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

衢州仙鹤文化创意有限

公司

文化创意项目策划；企业管理咨询服务；旅游项目开发。 （依法须经批准的

项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）

衢州仙鹤房地产有限公

司

房地产开发经营；室内装饰工程施工（依法须经批准的项目, 经相关部门批

准后方可开展经营活动）

［注］：仙鹤股份下属企业情况请查阅仙鹤股份（603733.SH）公开披露信

息。

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人王敏文及其控

制的其他公司不存在从事与公司相同或相似业务的情形， 与公司不存在同业

竞争。

为了更好的保护公司及其他股东的利益， 避免同业竞争， 公司的控股股

东、实际控制人王敏文已出具避免同业竞争的承诺函，

（二）关联交易情况

1、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，截至本招股意向书摘要

签署日，公司的关联方及关联关系如下：

（1）公司的控股股东、实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日， 公司控股股东、 实际控制人为王敏文先

生。

（2）公司控股股东、实际控制人控制或存在重大影响的其他企业

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人控制及存在重

大影响的其他企业情况如下：

序号 关联方名称 关联关系

1 上海金立方 王敏文持股 90%。

2 金力方创投

王敏文持有 25.00%出资份额。

上海金立方持有 10.00%出资份额（执行事务合伙人）。

3 金力方长津

王敏文的母亲骆福光持有 30.00%出资份额。

金力方创投持有 5.00%出资份额（执行事务合伙人）。

4 上海金力方

王敏文的母亲骆福光持有 17.50%出资份额。

金力方创投持有 2.50%出资份额（执行事务合伙人）。

5 泓万投资 王敏文持有 55.16%出资份额。

6 泓祥投资 王敏文持有 78.498%出资份额。

7 仙鹤控股

王敏文持股 32%，王敏文的兄弟（妹）王敏强，王敏良，王明龙、王

敏岚分别持股 20.9%、30%、10%和 7.1%。由王敏文与其兄弟（妹）

共同控制。

8 衢州仙鹤文化创意有限公司 仙鹤控股持股 100%。

9 衢州仙鹤房地产有限公司 仙鹤控股持股 100%。

10

仙鹤股份（603733.SH）及其下属企业

［注］

仙鹤控股持股 88.24%。

11 道铭投资 王敏文的兄弟王明龙持股 68%，王敏文持股 32%。

12 上海道铭贸易有限公司 道铭投资持股 100%。

13 上海中穗农业科技发展有限公司 王敏文参股 22.33%。

14 柳州源创电喷技术有限公司 上海金力方参股 17.54%。

［注］：仙鹤股份下属企业情况请查阅仙鹤股份（603733.SH）公开披露信息。

（3）报告期内公司控股股东、实际控制人曾经控制或存在重大影响的其

他企业

序号 关联方名称 关联关系

1

上海金力方长汇股权投资合伙企业（有

限合伙）

王敏文曾持有 8.70%出资份额， 金力方创投曾持有 4.35%出资份

额，已于 2015 年 12 月注销。

2 浙江仙鹤新材料有限责任公司

王敏文及其兄妹王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚各自持股 18% ，

已于 2015 年 12 月注销。

3 衢州仙鹤纸业有限公司 仙鹤股份曾持股 100%，已于 2016 年 5 月注销。

4 浙江金达纸业有限公司 仙鹤股份曾持股 100%，已于 2017 年 3 月注销。

5 江西银海钙业研发有限公司 仙鹤控股曾持股 91%，已于 2017 年 8 月全部转出。

6 上海泓安信息科技有限公司

王敏文曾持股 40.102% 、金力方长津曾持股 9.063% 、上海金力方

曾持股 8.308%，已于 2017 年 7 月全部转出。

7 浙江龙泉鉴真陶瓷有限公司

浙江龙泉披云青瓷文化园有限公司曾持股 53% ， 已于 2017 年 7

月全部转出。

8 上海雪拉同

王敏文曾持股 29% ， 已于 2018 年 7 月全部转出， 道铭投资持股

39%，王敏文任董事长，王明龙任董事。

9 道铭（龙泉） 雪拉同持股 74.8396%，王敏文任董事长。

10

龙泉市青瓷小镇酒店投资管理有限公

司

道铭（龙泉）持股 100%。

11 浙江铭景酒店管理有限公司 龙泉市青瓷小镇酒店投资管理有限公司持股 100%

12 浙江养笠方置业有限公司 道铭（龙泉）持股 100%。

（4）其他持有公司 5%以上股份的股东

截至本招股意向书摘要签署日，除控股股东王敏文外，其他持有公司 5%

以上股份的法人或其他股东情况如下：

序号 关联方名称 关联关系

1 宁波利时 持有公司 5%以上股份的法人。

2 泓祥投资 持有公司 5%以上股份的法人。

（5）发行人控股子公司、发行人参股 5%以上的公司（企业）、及发行人控

股子公司其他主要股东（持有发行人控股子公司 10%以上股权）

截至本招股意向书摘要签署日，发行人控股子公司、发行人参股 5%以上

的公司（企业）、及发行人控股子公司其他主要股东（持有发行人控股子公司

10%以上股权）情况如下：

序号 关联方名称 关联关系

1 浙江金瑞泓 发行人控股子公司

2 立昂半导体 发行人控股子公司

3 立昂东芯 发行人控股子公司

4 衢州金瑞泓 发行人控股子公司

5 金瑞泓微电子 发行人控股子公司

6 绿发农银 发行人参股 5%以上企业（合并报表范围内）［注］

7 绿发立昂 发行人参股 5%以上企业

8 国投创业

发行人控股子公司浙江金瑞泓与金瑞泓微电子的其他主要股

东

9 绿发金瑞泓 发行人控股子公司金瑞泓微电子的其他主要股东

10 衢州市绿色产业引导基金有限公司 发行人控股子公司金瑞泓微电子的其他主要股东

11 立立半导体

发行人控股子公司浙江金瑞泓曾持股 100% ，已于 2017 年 12

月注销。
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杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要


